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【57】申請專利範圍
1.　一種切削加工裝置，包含：
一底座，具有一主體部以及一延伸部，其中該延伸部係自該主體部之一端向上延伸；

一 L型懸臂，具有一水平部以及一垂直部，其中該垂直部之一端係固定於該主體部之另
一端；

一切削模組，具有一滑動件、一連接件以及一刀具，其中該連接件分別可拆卸地連接該

滑動件與該刀具，且該滑動件具有一通孔而可套在該水平部上進行水平移動；

一測力感測器，與該延伸部連接；以及

一可移動載具，置於該主體部上並與該測力感測器連接；

其中，當該可移動載具上放置一工件時，該切削模組藉由該滑動件在該水平部上水平移

動而移向該工件，並以該刀具切削該工件。

2.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該滑動件係藉由一第一卡合件與該連接件可拆卸
地卡合。

3.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該刀具係藉由一第二卡合件與該連接件可拆卸地
卡合。

4.　如請求項 1所述之切削加工裝置，更包含：一斷屑器，其中該斷屑器係藉由一第三卡合
件與該刀具可拆卸地卡合。

5.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該刀具係金屬、木頭或塑膠。
6.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該刀具有一刀面以及一底面，且該刀面與該底面
之間具有一銳角。

7.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該工件之材料為油土或黏土。
8.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該工件係由一長方體模所製成，且所有表面皆印
上墨水。

9.　如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該延伸部係與該底座垂直。
10.   如請求項 1所述之切削加工裝置，其中該水平部之高度大於該延伸部之高度。
圖式簡單說明

圖 1係繪示本創作一實施例之切削加工裝置立體圖。
圖 2係繪示本創作一實施例之切削加工裝置側視圖。
圖 3係繪示本創作一實施例之斷屑器示意圖。
圖 4係繪示本創作一實施例之切削模組立體圖。
圖 5係繪示本創作一實施例之切削模組側視圖。
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圖 6係繪示本創作一實施例之切削模組的連接件立體圖。
圖 7係繪示本創作一實施例之刀具立體圖。
圖 8係繪示本創作一實施例之切削模組的刀具側視圖。
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